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前言

随着时代的进步和电子科学技术的发展，电子产品已广泛应用于国防、科技、国民经济的各个领域以
及社会生活的各个方面，而且已经成为现代信息社会的重要标志，电子工业已经成为国民经济的基础
性、支柱性和先导性产业。
近几十年来，全球电子电器工业技术更新速度越来越快，电子产品升级换代周期不断缩短。
电子工业生产过程中大量使用品种繁多的有机和无机物，其中有许多有毒有害物，对环境危害较为严
重。
如不加以控制，将会产生较大的环境污染。
目前的电子电器产品中含有大量的重金属，如汞、镉、铅、六价铬等，此外电子电器产品还使用含有
多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）阻燃剂的阻燃塑料，因此，如果对报废电子电器产品不进行
恰当的处理将会造成严重的环境污染。
有效地控制污染源及治理排放成为电子工业发展的关键。
鉴于此，欧盟经过近10年的讨论磋商，于2003年2月13日正式颁布了《关于报废电子电器设备指令》（
简称WEEE&nbsp；）及《关于在电子电器设备中限制使用某些有害物质指令》（简称RoHS）两指令
。
欧盟希望通过制定WEEE及RoHS这两个环保法规来减少报废电子电器产品对生态环境的污染，保障欧
盟电子电器工业的可持续发展。
电子电气产品内几乎所有的有毒有害物质都是在生产阶段为达到一定目的而被添加进去的。
电子工业中使用这些有毒有害物质过程中，一方面会对环境造成影响和压力；另一方面，电子生产涉
及的工艺，如印制线路板制造、焊接、电镀、清洗等，均会产生污染物。
因此，明晰电子工业产生的相关的有毒有害物质，对于技术创新，开展绿色制造，提升产业竞争力，
具有重要的意义。
我国是一个电子电器产品出口大国，随着我国出口产品结构的不断优化，家电产品在我国对外出口产
品中所占比例会越来越大。
从长期来看，WEEE及RoHS指令将对我国家电产品向欧盟的出口带来巨大影响。
为了减轻欧盟指令对我国电子电器行业的冲击，需要对指令进行认真分析，对电子电器产品的零部件
材料及其组成物质进行分析研究，以识别出含有RoHS指令限制使用的六种有毒有害物质（铅、汞、
镉、六价铬、多溴联苯以及多溴联苯醚）的材料及其零部件。
从而为企业应对欧盟的两个指令提供有力的支持，加快有毒有害物质替代技术的研究，加快产品技术
的更新，生产符合WEEE和RoHS指令要求的电子电器产品。
从而增强我国产品在欧盟市场上的竞争能力，开发新的市场，实现电子电器行业的持续发展。
本书分为6章，由上海第二工业大学城市建设与环境工程学院高桂兰和谢华清两位老师共同编写。
其中高桂兰编写了第2章、第3章，谢华清编写了第1章、第4章～6章由高桂兰和谢华清共同编写。
全书由高桂兰负责统稿。
本书是在过去几年编者在编制国家环境保护标准《电子工业污染物排放标准电子专用材料》和讲授《
电子产品和电子工业中有毒有害物质》讲义的基础上整理补充而成，希望为学生和相关读者提供一本
感兴趣的读物。
书中大量引用了电子信息领域众多学者的卓越工作，在此谨向本书直接或间接引用的著作的作者们表
示衷心的感谢。
编者在编写本书过程中得到了环境保护部“电子工业污染物排放标准电子专用材料”、上海市重点学
科“电子废弃物资源化及环境功能材料”、上海市教委重点学科“电子产品与环境工程”以及上海地
方本科院校“十二五”内涵建设项目重点专业“环保设备”等建设项目的支持，编者所在单位上海第
二工业大学的领导和同事们给予了热情的鼓励和支持，在此一并表示感谢。
编者试图通过本书向读者介绍电子工业中毒害物质及其检测和防治方法，由于水平有限，不足之处在
所难免，希望广大读者给予批评指正。
编者2011年8月于上海
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内容概要

本书注重阐述了电子工业及产品带来的环境问题，电子产品的主要生产工艺，在生产过程中产生和涉
及的有毒有害物质，以及这些有毒有害物质的分析检测技术及方法，电子产品绿色设计与制造。
本书适合相关专业大专院校师生、科研人员及管理人员参考使用。
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章节摘录

版权页：插图：与半导体制造工艺相比，半导体封装工艺产生的废气较为简单，主要是酸性气体、环
氧树脂及粉尘。
酸性废气主要产生于电镀等工艺；烘烤废气则产生于晶粒粘贴、封胶后烘烤过程；划片机在晶片切割
过程中，产生含微量矽尘的废气。
（3）固体废物产生固体废物主要有：废水处理污泥，含氟废水处理污泥的主要成分为CaF2；一般固
体废物，采用分类收集、存放的方法，交由有资质的专业单位统一处置；废过滤芯，包括区域性废气
处理系统的干式吸附处理危险废物，由原生产厂回收；废试剂容器瓶，为玻璃或塑料制品，清洗后回
用或由废品回收商回收；危险废物，包括扩散、离子注入产生的含砷废物和光刻（黄光区）产生的废
弃含汞灯泡，分类收集、存放，交由有资质的专业单位统一处置。
（4）废液产生废液主要有：有机废液，包括匀胶、光刻、清洗、显影等废光刻胶；废显影液；废有
机溶剂。
废液一般采用分类收集、存放在相应的专用储罐中，交由有资质的专业单位统一处置（再生或焚烧）
。
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编辑推荐

《电子工业毒害物质检测及防治》是由化学工业出版社出版的。
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